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Контактная информация: 

Заменяет
IPC-6012B с изменением 1 – Июль 2007 
IPC-6012B – Август 2004 
IPC-6012A с изменением 1 – Июль 2000 
IPC-6012A – Октябрь 1999 
IPC-6012 – Июль 1996 
IPC-RB-276 – Март 1992

If a conflict occurs 
between the English 
and translated versions 
of this document, the 
English version will take 
precedence.

В случае 
противоречия между 
англоязычным 
изданием и переводом 
данного документа 
преимущество 
имеет англоязычное 
издание.

IPC 
3000 Lakeside Drive, Suite 309S 
Bannockburn, IL 60015-1249 
Тел. +1 (847) 615-7100 
Факс +1 (847) 615-7105



IPC 6012C Апрель 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт направлен на предоставление информации по подробным критериям в отношении технических характеристик 
жестких печатных плат. Он заменяет стандарт IPC-6012B и представляет собой пересмотренную редакцию данного документа. 
Содержащаяся в настоящем стандарте информация также предназначена для того, чтобы дополнить общие требования, установленные 
стандартом IPC-6011. При совместном использовании эти документы позволят производителю и потребителю прийти к согласованным 
условиям приемки изделий.

Политика IPC в области разработки документов заключается в предоставлении четких и однозначных документов, посвященных 
определенным аспектам изготовления электроники. В связи с этим, для предоставления полной информации по определенной теме 
в изготовлении электронных изделий используются серии документов. Серия документов обозначается четырехзначным номером, 
заканчивающимся нулем (0), например, IPC-6010.

Общая информация, имеющаяся в серии, включается в первый документ данной серии. Общая информация дополняется одним или 
несколькими документами по требованиям к характеристикам, каждый из которых сконцентрирован на определенном аспекте данной 
темы или выбранной технологии.

Отсутствие всей доступной информации до начала создания печатной платы может привести к разногласиям в условиях приемки 
изделий.

По мере изменения технологий стандарты по требованиям к характеристикам будут обновляться, либо серии документов будут 
дополняться стандартами, сконцентрированными на новых вопросах. Ассоциация IPC приглашает пользователей данных документов 
поделиться информацией для повышения их эффективности с помощью приведенных в конце каждого документа форм для улучшения 
стандартов.
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Требования к жестким печатным платам

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Описание области применения Данный стандарт устанавливает требования к характеристикам, связанным с производством 
жестких печатных плат, и их оценке.

1.2 Цель Целью данного стандарта является определение требований к характеристикам жестких печатных плат, в основе которых 
лежат следующие структуры и/или технологии:
• Односторонние, двусторонние печатные платы со сквозными металлизированными отверстиями (СМО) или без них.
• Многослойные печатные платы со СМО, со скрытыми/глухими переходными отверстиями или без них.
• Многослойные печатные платы, содержащие слои послойного наращивания высокой плотности (High Density Interconnect – 
 HDI) по стандарту IPC-6016.
• Печатные платы со встроенными пассивными или активными компонентами, со слоями распределенной емкости и/или 
 емкостными или резистивными компонентами.
• Печатные платы с металлическим основанием, с внешней металлической рамой для теплоотвода, которая может быть как 
 активной, так и пассивной, или без нее.

1.2.1 Вспомогательная документация Совместно с настоящим стандартом для более полного понимания рекомендаций и 
требований может быть использован стандарт IPC-A-600, содержащий рисунки, иллюстрации и фотографии, которые могут оказать 
помощь в визуальном представлении приемлемых и неприемлемых состояний, видимых снаружи и внутри.

1.3 Классификация по требованиям к характеристикам и типы изделий

1.3.1 Классификация Данный стандарт устанавливает критерии приемки для различных классов требований к характеристикам 
жестких печатных плат, основанных на требованиях заказчика и/или конечного потребителя. Печатные платы относятся к одному из 
трех общих классов требований к характеристикам в соответствии с определением, приведенным в стандарте IPC-6011.

1.3.1.1 Отличия в требованиях Требования, отличающиеся от данной принятой классификации, должны быть установлены по 
согласованию между потребителем и поставщиком.

1.3.1.2 Отличия в требованиях для космической аппаратуры и военной авионики Отличия в классификации требований 
к характеристикам для космической аппаратуры и военной авионики определяются Приложением A настоящего стандарта. Обычно 
данные требования обозначаются как Класс 3/A.

1.3.2 Типы печатных плат Печатные платы без СМО (тип 1) и со СМО (типы 2-6) классифицируются следующим образом:
Тип 1—Односторонняя печатная плата 
Тип 2—Двусторонняя печатная плата 
Тип 3—Многослойная печатная плата без скрытых и глухих переходных отверстий
Тип 4—Многослойная печатная плата со скрытыми и/или глухими переходными отверстиями 
Тип 5—Многослойная печатная плата с металлическим основанием без скрытых и глухих переходных отверстий 
Тип 6—Многослойная печатная плата с металлическим основанием со скрытыми и/или глухими переходными отверстиями

1.3.3 Выбор параметров при закупке Класс изделия должен быть указан в закупочной документации. Закупочная документация 
должна содержать достаточную информацию для изготовления печатной платы и обеспечения того, что пользователь получит желаемое 
изделие. Информация, которую следует включать в закупочную документацию, устанавливается стандартом IPC-D-325.
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